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Leiterplatte mit einer Haltevorrichtung zum Halten bedrahteter 
elektronischer Bautsile, Verfahren zur Herstellung einer solchen 
Leiterplatte und deren Verwendung in einem L5tofen 

5 Die Erfindung betrifft eine Leiterplatte mit einer Haltevorrichtung zum Halten 
bedrahteter elektronischer Bauteiie, ein Verfahren zur Herstellung einer 
solchen Leiterplatte und deren Venwendung in einem Ldtofen. 

Es sind verschiedene Ver^hren und Vorrichtungen bekannt, mit denen 
10 bedrahtete elektronische Bauteiie auf Leiterplatten so fixiert werden konnen. 
daH sie beim BestQcken Oder beim Transport der Leiterplatten mit den darauf 
bestQckten Bauteiie zu einer Ldtenlage nicht verrutschen Oder sonst wie ihre 
Position verSndem. 

15 Unter bedrahteten Bauteilen sollen hier all solche elektronischen Bauteiie 
verstenden werden, die wenigstens einen Anschlu&draht oder einen 
Anschlu&pin aufweisen, derdurch bzw. in eine entsprechende Qbliche 
AnschluQbohrung der Leiterplatte gesteckt und an bzw. mit einer gewQnschten 
Kontektstelle verl5tet wird und so die elektrischen Kontaktiemng des Bauteils 

20 darsteilt. Bedrahtete Bauteiie in diesem Sinne kdnnen daher auch 

Steckerleisten. Verfoindungsdrdhte oder -Utzen aber auch Transfonnatoren 
und andere aktive bzw. passive elelctronische Bauteiie sein. 

Besonders bei Bauteilen groller Masse oder mit ungleicher Masseverteilung 
25 reicht das einfache Ein- bzw. Durchstecken der Anschlufklrdhte oder 

Anschlu&pins nicht aus, um eine sichere mechanische Befestigung fOr die 
Bauteiie bei einem Transport zur oder durch eine automatische Ldtenlage zu 
gewdhrieisten. Es hat steh gezeigt, dafi bedrahtete Bauteiie der 
beschriet)enen Art auf holpemden oder ruckenden Transportbdndem auf dem 
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Weg zu einer automatischen Ldtanlage oder auf dem Weg durch die 
automatischen Ldtanlage aus der Leiterplatte herausgerUttelt werden. Es sind 
auch Fdlle bekannt geworden, wo die besagten bedrahteten Bauteiie in einer 
Wellenldtaniage durch die Lotwelle aus der Leiterplatte herausgedrUckt 
v\Airden. Selbst wenn die Bauteiie unter den angegebenen ungQnstigen 
Bedingungen nicht vollstdndig aus der Leiterplatte herausfallen, kann es 
passieren, daft sie eine unenwQnschte Lage oder Position auf der Leiterplatte 
einnehmen. 

Urn diesen Problemen abzuheHen, wurden blsherdie in Frage kommenden 
Bauteiie beispielsweise auf die Leiterplatte geklebt oder mit Snap-ln- 
Haltemngen auf der Leiterplatte gehalten. DIese Verfahren sind jedoch 
aufwendig und mIt zusStzlichen Kosten verbunden, da sie einen extra 
Arbeitsscnnn tor dtese speziellen Bauteiie erfordem. ' 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Leiterplatte zu schaffen, 
die eine Haltevorrichtung zum Festhalten des Anschlulklrahtes oder -pins von 
Bauteilen aulweist und so die oben beschriebenen Nachteile vermeidet, ohne 
6aQ> die betrachteten Bauteiie durch Kleben oder oder zusdtzlich auf der 
Leiterplatte angebrachte Halteelemente befestigt werden mOssen. 

Diese Aufgabe wird geldst durch eine Leiterplatte mit wenigstens einer 
AnschluQbohrung zur Aufhahme eines Anschlulklrahtes oder -pins eines 
elektronischen Bauteils mit einem vorgegebenen Draht- bzw. Pindurchmesser, 
bei der eine Haltevonichtung zum Festhalten des Anschlulklrahtes oder -pins 
vorgesehen ist, die eine Verengung im Querschnitt eines Teils der 
AnschluQbohrung auf einen Durchmesser ist, der kleiner ist als der 
Durchmesser des Anschlu&drahtes oder -pins. 

Bei einer besonderen AusfQhrungsfomra der Leiterplatte nach der Erfindung 
wird die Verengung durdi eine Folle herbeigefOhrt, die bei einer besonderen 
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Weiterbildung der Erfindung auf einer Oberfldche der Leiterplatte angeordnet 
ist. 

Eine andere AusfQhrungsform der Leiterplatte nach der Erfindung betriffl eine 
mehriagige Leiterplatte ist und daB die den Querschnitt der AnschluBbohrung 
verengende Folie eine innere Lage der Leiterplatte isL 

Bei noch anderen AusfQhrungsfonnen der Leiterplatte ist die Folie im Bereich 
der Anschlu&bohrung geschlitzt oder gelocht. 

Bel einer VU ftitftran AtisfQhmngsfb rm Her ftrfindunqftfTflmat^n I Pitftn>lattft Wir d — 

die Verengung durch eine einseltlge nicht vollstandig durchgdngige Bohrung 
herbeigefOhrt. 

Noch eine weitere AusfUhrungsfbnn der erfindungsgemaften Leiterplatte 
betriffl eine Verengung, die durch einen mit einer Restrikfion versehenen 
becherfSnnigen Einsatz In der an sich durchgdngigen Anschlu&bohrung 
herbeigefOhrt wird. 

Andere AusfOhrungsformen der Leiterplatte nach der Erfindung umfassen zwel 
Bohrungen. durch die die Verengung herbeigefOhrt wIrd, wobei in besonderen 
Weiterblldungen dieser Leiterplatte nach der Erfindung zwel gleichgerichtete 
Bohrungen mit unterschledllchen Durchmessem oder zwel gegenlduflge 
Bohrungen oder zwei gegenlduflge und zueinander vers^e Bohrungen 
vorgesehen sind. 

Die oben besdiriebene Aufgabe wird weiterhin geldst durch ein 
erflndung^emd&es Verfahren zum Herstellen einer Leiterplatte mit 
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wenigstens einer Anschlu&bohrung zur Aufnahme eines AnschluHdrahtes 
Oder -pins eines elektronischen Bauteils mit einem vorgegebenen Draht- bzw. 
Pindurchmesser, bei welciiem Verfahren: 

• nach dem Herstellen wenigstens einer Lage bzw. Schicht der Leiterplatte 
und dem Bohren der Ansdilu&bohrung eine Folie auf eine Oberfldche der 
Leiterplatte aufgebracht wird. die die Anschlu&bohrung Oberdeckt; 

- die Folie im Bereicli der AnscliluBbohrung derart geSffnet wird, daB eine 
Verengung im Querschnitt eines Teils der AnschluBbohmng gebiidetwird, 
die kleiner als der Draht- bzw. Pindurchmesser des elelctronischen Bauteils 
ist und die eine Haltevomciitung zum Festhalten des AnschluHdrahtes 
Oder -pins darstelK. 



Weiterbildungen des erfindungsgemSBen Verfaiirens sehen vor, daU die Folie 
Im Bereich der AnschluBbohrung gesctilitzt Oder geloclit wird, wobei dies auch 
mittels Laser ausgefQhrt warden ksmn. 

Bei einer anderen AusfQIirungsfonn des Verfahrens nach der Erfindung zum 
l-ierstellen einer Leiterplatte mit wenigstens einer AnschluBbohrung zur 
Aufnahme eines AnschluBdrahtes oder -pins eines elektronischen Bauteils mit 
einem vorgegebenen Draht- bzw. Pindurchmesser wird : 
• die Leiterplatte mit wenigstens einer Lage bzw. Schicht hergestellt; 

- von einer Oberfl3che der Leiterplatte her mit einem Bohnwerk^ug mit 
einem Nenndurchmesser derart gebohrt, da& das Bohnnrerkzeug die 
Leiterplatte nicht vollstdndig durchstSBt und so die AnschluCbohrung in 
einem Bereich einen Querschnitt mit einem Durchmesser aufWelst. der 
kleiner als der Draht- bzw. Pindurchmesser des elektronischen Bauteils Ist, 
so dali von der dadurch hervorgemfenen Verengung im Querschnitt der 
Anschlu&bohrung eine Haltevorrichtung zum Festhalten des 
Anschlu&drahtes oder -pins gebildet wird. 
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Bei noch einer anderen AusfQhrungsForm des Verfahrens nach der Erfindung 
zum Hersteilen einer Leiterplatte mit wenigstens einer Anschlufibohrung zur 
Auftiahme eines /Mischiulklrahtes oder -pins eines elelcbronischen Bauteils mit 
5 einem vorgegebenen Draht- bzw. Pindurdinnesser wird: 

- die Leiterplatte wird mit wenigstens einer l-age bzw. Scliicht iiergestellt; 

• die Leiterplatte wird an der fDr die Anscliiu&bohrung gewUnsciiten Steile 
vollstandig durcliboiir^ 

• in die AnschluQbohmng wird ein rohrfSmniger Einsatz eingebracht, der eine 
10 Restrilction in seinem Quersclinitt mit einem Durchmesser aulweist, der 

Ideiner als der Dralit- bzw. Pindurciimesser des elelctronischen Bauteils ist 

and-welche Restriktiorreins"Halt6vorriclitung zum t-estnaiten aes 

Anschlulklrahtes oder -pins darstelit 

15 Eine weitere AusfDhrungsform des erfindungsgemaOen Verfahrens zum 
Hersteilen einer Leiterplatte mit wenigstens einer AnschluUbblirung zur 
Aufnahme eines Anschluddrahtes oder -pins eines elektronischen Bauteils mit 
einem vorgegebenen Dralit- bzw. Pindurciimesser sieht vor, daB : 

• die Leiterplatte wild mit wenigstens einer Lage bzw. Schicht hei^estellt; 

20 . an der fDr die Anschiu&bohrung gewOnschten Steile wird mit einem 

BohnMerkzeug mit einem gewDnschten Durchmesser ein Saddoch In die 
Leiterplatte gebohrt; 

- anschlieHend wird mit einem mit einem Bohrwerkzeug mit einem 
Durchmesser, der Idelner ist als der Draht- bzw. Pindurchmesser, der 

25 Grund der Sacklochbohrung durchbohrt, so daB durch die Verengung des 

Querschnitts eines Teiis der AnschluBbohrung eine Haitevorrichtung zum 
Festhaiten des Anschlulklrahtes oder -pins gebildet wild. 
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Bei noch einer weiteren AusfDhrungsform des erfindungsgemSBen Verfahrens 
zum Herstellen einer Leiterplatte mit wenigstens einer AnschluBbohrung zur 
Aufnahme eines AnscliluBdralites oder -pins eines elelctronischen Bauteils mit 
einem vorgegebenen Draht- bzyv. Pindurchmesser wird : 
■ die Leiterplatte mit wenigstens einer l^ge bzw. Scliicht hergestellt; 

- an der fQr die AnscliluBbolinjng gewQnscliten Stelie von einer ersten 
OberfiSche der Leiterplatte iier mit einem Bohnwerkzeug mit einem 
gewQnschten Durchmesser ein erstes Sackloch in die Leiterplatte gebohrt; 

- von einer zwelten Oberfiache der Leiterplatte her ein zweites Sacldoch in 
die Leiterplatte gebohrt, das zu dem ersten Sackloch geringfOgig 
verschoben angeordnet ist und das das erste Sackloch trifft, so daB durch 

den Versatz der beiden Sadc lgrr hftr ^leinanrifir ftine Restriktion flfthlMat . 

die eine Haltevonichtung zum Festhalten des AnschluBdrahtes oder -pins 
darstelH. 

Noch ein weiteres Verfahien nach der Erfindung zum Herstellen einer 
Leiterplatte mit wenigstens einer Anschlu&bbhrung zur Aufnahme eines 
Anschlufkirahtes oder -pins eines elektronischen Bauteils mit einem 
vorgegebenen Draht- bzw. Pindurchmesser sieht vor, da& : 

- die Leiterplatte mit wenigstens einer Lage bzw. Schicht hergestelK wird; 

- an der fOr die AnschluBbohrung gewQnschten Stelie von einer ersten 
Oberfldche der Leiterplatte her mit einem Bohnwerkzeug mit einem 
gewQnschten Durchmesser ein erstes Sackloch in die Leiterplatte gebohrt 
wird; 

- von einer zwelten Oberflache der Leiterplatte her ein zweites Sackloch in 
die Leiterplatte gebohrt wind, das zu dem ersten Sackloch im wesentiichen 
achsparallel angeordnet ist und das das erste Sackloch trifft aber nicht 
durchdringt, so daU in einem Teilbereich der AnschluBbohning, wo die 
beiden Sacklocher aufeinandertreffen eine Restriktion gebildet wird, die 
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eine Haltevorrichtung zum Festhalten des AnschluBdrahtes Oder -pins 
darstelit. 

Der besondere Vorteil der Erfindung llegt darin, daB sle bisher Qbllche und 
s entweder an die bedrahteten Bairteile Oder auf die Leiterplatte zusatzlich 
anzubringende Halteelemente, wie z. B. Klebepunkte, Snap-In-HaKerungen 
etc. zur Fbcierung kritisclier bedraiiteter Bauteile venneidet Solche 
zusatzlichen Haitelemente bedeuten immer einen Oder sogar melirere 
zusatzllche Arbeitschritte und Kosten beim BestOcken und eventuell belm 
0 L6ten der Leiterplatte. Die Erfindung bietet demgegenQber eine LSsung an, die 
nur die Leiterplatte selbst betrifft und die zudem ohne zus3tzliclie Aufbauten 
auf der Oberfiache der Leiterplatte ausko mmt Die erfindungsgenrtSBen Folien 
sind wie die erfindungsgemSB gestalteten AnschluBbohrungen Bestandteil der 
Leiterplatte und steilen keine extra Aufbauten oder Anbauten zur Leiteiplatte 
IS dar. Leichtes EIndrQcken der betreffenden AnschluBpins in eine 

erfindungsgemaBe AnsdiluBbohrung der Leiterplatte und gegen den 
Widerstand der in der AnschluBbohrung vorgesehenen Verengung reictit aus, 
das betrachtete Bauteil mechanisch sicher auf der Leiterplatte zu befestigen. 

Die Leiterplatte nacii der Erfindung eignet sich in besonderer Welse fOr 
20 automatiscfie Lotanlagen, Insbesondere fOr Wellenl5tanlagen und Reflow- 

Letefen. Gerade beim den letzteren bietet sle die GewShr. daB auch bel dem 
neuen sogenannten "Oberkopf-Latverfahren", das auch "Backside-Reflow"- 
Verfahren genannt wird, Qberkopf und unterhalb der Leiterplatte im Reflow- 
LOtofen hangende themiisch kritische bedrahtete Bauteile, nicht aus den 
25 AnschluBbohrungen herausfallen. 

Die Erfindung wird nachfolgend genauer eriautert und anhand verschiedener, 
in der beigefUgten Zeichnung dargestellter AusfOhrungsbeispiele beschrieben. 



30 
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Dabei zeigen: 

Fig. 1: ein erstes AusfQhrungsbeispiel einer Leiterplatte nach 

der Erfindung in einer scliematischen Schnlttdarstellung; 

Fig. 2: ein zweites Ausfuhirungsbeispiel der Leiterplatte nach 

der Erfindung in einer schematischen Schnlttdarstellung; 

Fig. 3: ein drittes AusfOhrungsbeispiel der Leiterplatte nach 

der Erfindung in einer schematischen Draufsicht; 

Fig. 4: ein viertes AusfQhrungsbeispiel der Leiterplatte nach 
der Erfindung in einer schematischen Draufsicht; 

Fig. 5: ein fOnfles AusfQhrungsbeispiel der Leiterplatte nach 
der Erfindung in einer schematischen Draufsicht 

Fig. 6: ein sechstes AusfQhrungsbeispiel der Leiterplatte nach 
der Erfindung in einer schematischen Schnlttdarstellung; 

Fig. 7: ein siebtes AusfQhrungsbeispiel der Leiterplatte nach 

der Erfindung in einer schematischen Schnlttdarstellung; 

Fig. 8: ein achtes AusfQhrungsbeispiel der Leiterplatte nach 

der Erfindung in einer schematischen Schnlttdarstellung; 
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Fig. 9: ein neuntes AusfQhrungsbeispiel der Leiterplatte nach 

der Erfindung in einer sciiematisclien Sclinittdarstellung; und 

Fig. 10: ein zehntes AusfQlinjngst>eispiel der Leiterplatte nach 

der Erfindung in einer sctiematischen SclinitMarstellung. 

Zur Vereinfaciiung sind in der Zeichnung gleiche Etemente oder Baugruppen 
der verscliiedenen AusfQhrungsbeispieie mit gleichen Bezugs2»iclien 
versehen. 



In Fig. 1 ist ein Leiterplatte 10 ausschnittweise dangestellt, die eine 
durchgehendeAnschlu&bohrung 11 aufweistzurAufnahmeeines 
AnschluQpins 111 eines bedratiteten elektriechen bzw. elektronischen Bauteils 
110. Bisherwares Qbiich, einen Durclimesser 12 der AnschiuBbohrung 11 
geringfQgig grdBer als den Durchmesser 112 des Ansclilu&pins 1 1 1 zu 
bohren. Das eriaubt zwar bequemes Einstecken des Anschlu&pins 1 1 1 in die 
Anschlu&bohrung 11, fDhrt aber bei Vibrationen oder RQtteIn zum Herausfallen 
des Bauteils 110. wenn es nicht durch zus3tzliche Ma&nahmen an der 
Leiterplatte 10 befestigt ist 

Urn dem abzuhelfen, ist bei dem hier dargestellten AusfQhrungsbeispiel 
erfindungsgemd& eine Folie 13 vorgesehen. die beisplelsweise auf einer 
Oberfiache der Leiterplatte 10 aufjgebracht wird. Die Folie 13. die nach der 
Erfindung auf die in ihren Lagen fertig au^ebaute und bereits mit der 
Anschlu&bohrung 11 versehene Leiterplatte 10 aufgebradit wird, Qberdeckt 
und verschlie&t zundchst die Anschlu&bohrung 1 1 . Die Folie wird auf der 
Leiterplatte 10 in Qblicher Weise. beisplelsweise durch Kaschieren, dauertiaft 
aufgebracht 
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Anschlie&end wird die Foiie 13 im Bereich der AnschiuQbohrung 11 geoffhet, 
wobei die Offhung 14 derart gestaltet ist, da& sie eine Verengung 15 im 
Querschnitt eines Tails der Anschlu&bolirung 1 1 bildet. Das l\/laterial und die 
Dicke der Folie 13 sowie die Grd&e und Form ilirer Offhung 14 sind 
zvA^eclcmd&igerweise so gewShilt, da&derjeweiiige Ansclilu&pin 111 des 
betrachteten Bauteiis 110 Da die Verengung 15 Ideiner ist als der 
Durchmesser 112 des Anschlu&pins 111 des Bauteiis 110, wIrd der 
AnschluGpin 111 in der Anschlu&bolirung 11 fest verklemmt und das Bauteil 
110 gegen f-ierauslallen gesicliert. 

Bei dem in Fig. 1 dargesteiiten AusfQIirungsbeispiel der Erfindung ist die Folie 
13, mittels der die Verengung 15 realisiert wird, auf der BestOckungsseite der 
Leiterplatte 10 angeordnet. SelbstverstSndlich ist es aucli mdglichi, die Folie 
13 auf de r ande r e r rS eite'disrligiterplatte 10 anzubringen. 

Fig. 2 zeigt ein anderes AusfDiirungsbetepiei der erfindungsgemdfien 
Leiterplatte 20, die hier ausschnittweise daigestellt ist. Eine an sich 
durchgehende AnsdiluQbohrung 21 zurAufnahme des Anschlu&pins 111 des 
bedrahteten Bauteiis 110 ist elwa In der Mitte der Leiterplatte 20 durch eine 
als Zwischeniage in der Leiterplatte 20 angeordnete Folie 23 versngt. Eine In 
der Folie 23 angebradite Offriung 24 ist in Ihrem Durchmesser Idelner als der 
Durchmesser 1 12 des betreffenden Anschlu&pins 111 des bedrahteten 
Bauteiis 1 10. Eine Verengung 25 der Anschlu&bohrung 21, die dadurch 
geblldet wlrd, h§lt den in die Anschlu&bohrung 21 gesteckten Anschlu&pin 111 
des Bauteiis 110 und verklemmt ihn. 

Sinnvollerweise werden die zwei durch die Folie 23 getrennten Telle der 
Leiterplatte 20 zunSchst mit der Anschlu&bohrung 21 versehen. Nach 
Zwischenlegen der Folie 23 oder dem Aufbringen der Folie 23 auf eine der 
Teile der Leiterplatte 20 werden die Telle zu der In Fig. 2 dargesteiiten 
Anordnung zusammengefQgt. 

In Fig. 3 ist ein weiteres AusfQhrungsbeisplel einer Leiterplatte nadn der 
Erfindung dargestellt. Die Leiterplatte 30 ist hier ausschnittlelse in einer 
Draufsicht gezeigt. Ahnlich der Fig. 1 dargesteiiten Leiterplatte ist hier 
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ebenfalls eine Folie 33 auf einer Seite der Leiterplatte 30 angebracht Eine 
OfFnung 34 in der Foiie 33 hat einen kleineren Durchmesser als die von der 
Folie 33 Qberdeclcte AnschluBbohrung 1 1 , die hier durcli eine gestricheKe 
Linie veransciiaulicht wird. Die Folie 33, wie sie In Fig. 3 dargesteilt ist, kann 
beispielsweise eine Kupfer-Kaschierung im Sinne einer Leiterbahn sein, so 
da& sie eine Verengung 35 zum Festlialten des Ansciilu&pins 111 des 
Bauteils 110 (siehe dazu Fig. 1 und 2) direkt dort zur VerfUgung steitt, wo der 
Anschlufipins 111 dann auch gelStet wird. 

Der Einfaciiheit halber ist in den Fig. 3 bis 5 das Bauteil 1 10 mit dem in die 
jeweilige Anschlu&bolirung zu steckenden Ansdilu&pin 111 niclit dargesteilt. 
Es wird dazu auf die Fig. 1 und 2 bzw. auf die naclifolgend besproclienen Fig. 
6 bis 8 verwiesen. 

Fig. 4 zelgt noch ein weiteres AusfQiirungsbeispiel einer Leiterplatte nach der 
Erfindung. Die Leiterplatte 40 ist hier dargesteilt. Wiederum ist hier eine Folie 
43 auf einer Seite der Leiterplatte 40 angebracht. Eine OfFnung 44 in der Folie 
43, die bei diesem AusfQhrungsbeispiel durch sich kreuzende Schiitze gebildet 
wird, stellt eine Verengung 45 der AnschluQbohrung 11, die hier durch eine 
gestrichelte Linie veranschaulicht wird, dar. Die Foiie 43 ist bei diesem 
AusfQhrungsbeispiel eine knappe, punkformlge Oberdeckung der 
AnschluQbohrung 11. 

In Fig. 5 ist noch ein anderes AusfQhrungsbeispiel einer Leiterplatte nach der 
Erfindung Shnllch den Darstellungen in den Fig. 3 und 4 ausschnittweise in 
einer Draufsicht dargesteilt. Hier ist eine auf der Leiterplatte 50 angebrachte 
Folie 53 aus einem elektrisch leitenden Material, wie beim 
Ausfilhrungsbeispiel der Leiterplatte 30 nach der Fig. 3. Im Unterschled zur 
loch-ahnlichen Offhung 34 der Folle 33 bei der Leiterplatte 30 nach der Fig. 3 
und der geschlitzten Offnung 44 der Folie 43 der Fig. 4 ist bei der in Fig. 5 
dargesteiiten Folle 53 eine aus mehreren, sich uberdeckenden Lochem 
gebildete Offnung 54 gezeigt. Durch die dadurch an ihrem Rand gebildeten 
und in die Offhung 54 hineinragenden Kanten wird auch hier eine Verengung 
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55 zum Festhalten des AnschluBpins 1 11 des Bauteils 110 (slehe dazu Fig. 1 
und 2) in de; Ansclilu&bohrung 11 erreicht. 

Die in den Fig. 1-5 dargestellte Folie 13; 23; 33; 43 l<ann aus elelctriscli 
leitendem oder niclitleitendem Material seln. Als leitendes Material kann sie 
dann laeispielswelse fQr Ldtpunkte venwendet werden. Andererselts ist auch 
vorstellbar, da& keine fertige Folie sondem ein Film aus einem geeigneten 
Material auf die Leiterplatte aufjgebracht werden kann. der zu einer Folie 
aushdrtet. 

Die Offnungen 14, 24. 34, 44 und 54 in den Folien 13. 23, 33, 43 und 53 der 
Fig. 1 bis 5 werden beispielsweise durch Stanzen oder durch Sclineiden mit 
einem Laserstraiil hergestelK. 

Fig. 6 zeigt eine Leiterplatte 60 nach der Eifinduna. bei der die 

AnschluQbohaing 11 als einseWge aber nicht vollstandig durch die Leiterplatte 
60 hindurch gebohrte Bohrung 16 ausgefQhrt IsL Wie in Fig. 6 dargestellt. 
bleibt in diesem Fall ein Rand als Verengung 65 gegenOber dem Durchmesser 
12 der AnschluBbohmng 1 1 stehen, der kleiner ist als der Durciimesser 112 
des Anschlu&pins 1 1 1 des betrachteten Bauteils 110. Auf diese Weise wird 
der AnschluBpin 111 und das betrachtete Bauteil 110 sicher in 
AnschluBboiirung 1 1 und damit auf der Leiterplatte 60 geiialten. 

In Fig. 7 ist ein anderes AusfDIirungsbeispiel der erfindungsgemaBen 
Leiterplatte 60 dargestellt. Ahnlicti der Leiterplatte 60 in Fig. 6 und Im 
Gegensatz zu den Leiterplatten 10 bis 50 hat die hier gezeigte Leiterplatte 
kelne Folie zur Bildung einer Verengung des llchten Querschnitts der 
AnschluBbohmng. Bei der Leiterplatte 70 wird eine gewQnschte Verengung 
106 durch eine becherfbmriige sehr dOnnwandige HQIse 101 erreicht, die in die 
AnschluBbohrung 1 1 eingesetzt wird. Die HQIse 101 ist so gestaltet, das ihr 
Innendurchmesser 102 geringfOgig grSBer als der Durchmesser 112 des 
AnschluBpins 111 des betrachteten Bauteils 110 ist. Damrt die HQIse 101 beim 
Einsetzen des AnschluSpins 111 nicht durch die AnschluBbohrung 11 
gedrQckt wird, hat sie einen Kragen 103, der auf der Leiterplatte 70 aufliegt 
und sie am Durchrutschen hindert Bodenseitig weist die becherfomdlge HQIse 
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101 eine Offhung 104 auf. deren Durchmesser kleiner als der Durchmesser 
112 des AnschluBpins 111 des betrachteten Bauteils 110 isf. Beim Einsetzen 
des AnschluBpins 111 kann dieser gegen den Widerstand der sich 
verfoimenden HQIse 101 durch deren Offnung 104 gedrQckt werden. Die 
HQIse 101 wird dadurch verfomrit und klemmt den betrachteten Anschlu&pins 
111 in der Anschlu&bohrung 11 fest. 

Im Gegensatz zu den bisher vongestellten AusfQhrungsbeispielen der 
Leiterplatte nach der Erfindung nach den Fig. 1 bis 7, bei denen 
AnschluBbohrungen durch eIne einzein gebohrte Bohrung errelcht werden, 
beschSfkigen sich die nachfolgend vorgestellten AusfDhrungsbeispiele der 
erfindungsgemSBen Leiterplatte mit einer AnschluBbohrung, die aus zwei 
einzein gebohrten Bohrungen gebildet wird. 

In Fig. 8 ist ein anderes AusfUhrungsbeispiel der Leiterplatte 60 dargestellt, bei 
der die AnschluBbohrung 11 aus zwei gegenlSufig und zueinander leicht 
versetzt gebohrten Bohrungen 17 und 36 gebildet wird. Dort, wo die beklen 
Bohrungen 17 und 36 sich trefPen, wird durch den Versatz eine Verengung 75 
gebildet. Jede der Bohrungen 17 und 36 hateinen Durchmesser, der grSBer 
ist ais der Durchmesser 112 des AnschluBpins 111 des betraditeten 
Bauteilsl 10. Die durch den Versatz der Bohrungen 17 und 36 gebildete 
Verengung 75 klemmt den AnschluBpin 111 fest und sorgt fOr einen sicheren 
Sitz des Bauteils 1 10 auf der Leiterplatte 60. 

Fig. 9 zeigt noch eIn anderes AusfOhrungsbeispiel der Leiterplatte 60, bei der 
die AnschluBbohrung 11 aus zwei Bohrungen 27 und 46 gebildet wird. Im 
Gegensatz zur Leiterplatte nach Fig. 8 handelt es sich hier urn zwei fluchtende 
Bohrungen 27 und 46 die zueinander gegenlSufig von unterschiedlichen 
Seiten der Leiterplatte 60 her gebohrt werden kSnnen oder quasi Qberdeckend 
von einer vorbestimmten Seite der Leiterplatte 60 her. Wichtig ist nur, das eine 
der Bohrungen, in der gewahlten Darstellung ist es die Bohrung 27, einen 
kleineren Durchmesser als die andere Bohrung aufweist, wobei der grdBere 
Durchmesser, der dem Durch 12 der oben bere'rts beschriebenen 
AnschluBbohrungen 1 1 entspricht, etwas grOBer als der Durchmesser 1 12 des 
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AnschluBpins 111 des betrachteten BautellsHO (siehe dazu die Fig. 6-8) und 
der kleinere Durchmesser der Bohrung 27 Kleiner als der Durchmesser 112 
des Anschlu&pins 111 des betrachteten Bauteilsl 10 sind. 

Durch den Obergang einem groQeren auf einen Ideineren Durcli in der 
Anschlufibohrung 11 wild eine Verengung 85 erzielt, die den AnscliluBpin 111 
des betrachteten Bauteils 110 (siehe dazu Fig. 6-8) festlclemmt und einen 
sicheren Sitz des Bauteils 1 10 auf der Leiterptatte 60 emnSglicht 

In Fig. 10 ist ein noch ein weiteres AusfOhmngsbeispiel der Leiterplatte 60 
dargestellt, bei der die AnschluBbchrung 1 1 aus zwei gegenlSufig gebohrten 
37 und 56 gebildet wird. die zueinander fluchten und den gieichen 
Durchmesser 12 aufweisen. Die Bohrung, beispielsweise die Bohrung 37, die 
zuerstgebohrt wird, wirel als Sacklochbohmng ausgefuhrt.^fe Leiterplatte 
~60 nidiit durchdringt Die andere Bohmng, im betrachteten Fall die Bohmng 
56, die fluchtend dazu angesetzt wird, durchdringt die zuerst gebohrte 
Bohrung 37 nicht vollstSndig sondem nur in ihrem Grund. Wie In Fig. 10 
gezeigt, bleibt dann in der Anschlu&bohrung 11 ein nach innen In die 
Anschlu&bohrung 1 1 gerichteter Kragen stehen, der eine Verengung 95 der 
Anschlu&bohrung 11 bildet. Mithilfedieser Verengung 95 wird derAnschluBpin 
11 1 des betrachteten Bauteils 110 (siehe dazu Fig. 6-8) sicherfestgeklemmt 
und das Bauteil 110 sicher auf der Leiterplatte 60 gehatten. 
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PatentansprQche 

1 . Leiterplatte mit wenigstens einer AnschluBbohrung (1 1 ; 2 1 ) zur 
Aufnahme eines Anschlulidrahtes oder -pins (1 1 1) eines elektronischen 
Bauteils (110) mit einem vorgegebenen Dralit- bzw. Pindurchmesser (112), 
dadurch gekennzeichnet, daR eine Haltevorrichtung (15; 25; 35; 45; 55; 65; 
75; 85; 95; 101) zum Festhalten des AnschluBdrahtes oder -pins (111) 
vorgesehen ist, die eine Verengung in der AnschluBbolirung (11; 21) auf einen 
Durchmesser ist, der kleiner ist als der des Anschlu&drahtes oder -pins (1 1 1). 

2. Leiterplatte nacli Ansprucli 1 , dadurcli gekennzeiclinet, daS die 
Verengung (15; 25; 35; 45; 55) durch eine FblieTi3y 23i 33; 43; 53) 
herbeigefQhrt wird. 

3. Leiterplatte nacli Ansprucli 2, dadurch gekennzeichnet, daB die den 
Querschnitt der AnschluBbohrung (1 1) verengende Folie (13; 33; 43; 53) auf 
einer Oberfiache der Leiterplatte (10; 23; 40; 50) angeordnet ist. 

4. Leiterplatte nach Anspruch 2. dadurch gekennzeichnet, da& die 
Leiterplatte eine mehrlagige Leiterplatte (20) ist und da& die den Querschnitt 
der Anschlu&bohnjng (21) verengende Folie (23) eine innere Lage der 
Leiterplatte (20) ist 

5. Leiterplatte nach einem der AnsprQche 2 bis 4. dadurch 
gekennzeichnet daB die Folie (43) im Bereich der AnschluBbohrung (1 1) 
geschlitzt ist. 
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6. Le'rterpiatte nach einem der AnsprOche 2 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dad die Folie (33; 53) im Bereidi der Anschlu&bohrung (1 1) 
gelocht ist. 

7. Leiterplatte nach einem der AnsprQche 2 bis 6, dadurcli 
gekennzeichnet, da& die Folie (13; 23; 33; 43; 53) aus einem elektrisch 
ieitenden Material besteht. 

8. Leiterplatte nach einem der AnsprQche 2 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dad die Folie (13; 23; 33; 43; 53) aus einem isolierendem. 
elektrisch nicht Ieitenden Material besteht. 



9. Leiterplatte nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet da& die 
Verengung (65) durch eine einseitige nicht vollstalndig durchgdngige Bohrung 
(1 6) herbeigefQhrt wild. 

1 0. Leiterplatte nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, da& die 
Verengung (106) durch einen mit einer Restriktion versehene becherffirmige 
HOtse (1 01) in einer durchgdngigen Bohrung herbeigefQhrt wird. 

1 1 . Leiterplatte nach Anspruch 1 , dadurch gekenn^ichnet, daB die 
Verengung (75; 85; 95) durch zwei Bohrungen (17, 36; 27, 46; 37, 56) 
herbeigefQhrt wird. 

12. Leiterplatte nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, da& die 
Verengung (85) durch zwei gleichgerichtete Bohrungen (27, 46) mit 
unterschiedlichen Durchmessem herbeigefQhrt wird. 
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13. Leiterplatte nach Anspruch 1 1 . dadurch gekennzeichnet, da& die 
Verengung (75; 85; 95) durch zwwel gegenldufige Bohrungen (17. 36; 27, 46; 
37, 56) herbeigefQhrtwIrd. 

14. Leiterplatte nach Ansprucli 13, dadurch gel^ennzeichnet, da& die 
Verengung (75) durch zwei gegenldufige und zueinander versetzte Bohrungen 
(17, 36) herbeigefOhrtwird. 

1 5. Verfahren zum Herstellen einer Leiterplatte (1 0; 30; 40; 50) mit 
wenigstens einer AnschluBbohrung (11) zur Aufhahme eines AnschluBdrahtes 
Oder -pins (111) eines elektronischen Bauteils (110) mit einem vorgegebenen 
Draht- bzw. Pindurchmesser (1 12), gekennzeichnet dadurch. daB: 

- nach dem Herstellen wenigstens einer Lage bzw. Schicht der Leiterplatte 
und dem Bohren der AnschluBbohrung (11) wird eine Folie (13; 33; 43; 53) 
auf eine Oberfiache der Leiterplatte (10; 30; 40; 50) aufjgebracht, die die 
AnschluBbohrung (1 1 ) Qberdeckt; 

. die Folie (13; 33; 43; 53) wild im Bereich der AnschluBbohmng (11) derart 
geSffhet. daB eine Verengung (15; 35; 45; 55) im Querschnitt eines Teils 
der AnschluBbohrung (1 1) gebildet wird, die kleiner als der Draht- bzw. 
Pindurchmesser (112) des elektronischen Bauteils (110) ist und die eine 
Haltevorrlchtung zum Festhalten des AnschluBdrahtes oder -pins (111) 
darstellt 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daB Folie (1 3; 
33; 43; 53) wird im Bereich der AnschluBbohrung (11) gesrfilitzt wird. 

. 17. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daB Folie (13; 
33; 43; 53) wird im Bereich der AnschluBbohrung (1 1) gelocht wird. 
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18. Verfiahren nach einem der Anspruch 15 oder 16, dadurch 
gekennzelchnet. da& die Folie (13; 33; 43; 63) mittels Laser geSffhet wird. 

1 9. Verfahren zum Herstellen einer Leiterplatte (60) mit wenigstens einer 
AnschluQbohrung (1 1 ) zur Aufnahme eines AnschluBdrahtes oder -pins (111) 
eines eleictronisclien Bauteils (110) mit einem vorgegebenen Draht- bzw. 
Pindurchmesser (1 12), gelcennzeidinet dadurch, da&: 

. die Leiterplatte (60) wird mit wenigstens einer Lage bzw. Scliiclit 
liergestellt; 

• von einer Oberfldclie der Leiterpia^ (60) her wird mit einem 

Bohnitferkzeug mit einem Nenndurchmesser derart gebohrt, da& das 
Bohnverkzeug die Leiterplatte (60) nicht vollstdndig durchstdat und so die 
Anschlu&bohmng (1 1) in einem Bereich einen Querschnitt mit einem 
Durchmesser aulweist, der kleiner als der Draht- bzw. Pindurchmesser 
(112) des elektronischen Bauteils (1 10) ist, so dafi von der dadurch 
hervorgerufenen Verengung (65) im Querechnitt der AnschluBbohrung (11) 
eine Haltevonichtung zum Festhalten des AnschluBdrahtes oder -pins 
(111) gebildet wird. 

20. Verfahren zum Herstellen einer Leiterplatte (60) mit wenigstens einer 
AnschluBbohrung (11) zur Aufhahme eines AnschluBdrahtes oder -pins (111) 
eines elektronischen Bauteils (110) mit einem vorgegebenen Draht- bzw. 
Pindurchmesser (112), gekennzelchnet dadurch, daB: 

. die Leiterplatte (60) wird mit wenigstens einer Lage bzw. Schicht 
hergesteilt; 

. die Leiterplatte (60) wird an der fOr die AnschluBbohrung (1 1) gewOnschten 
Stelle vollstandig durchbohrt; 

- in die AnschluBbohmng (11) wird ein becherfdmniger Einsatz (101) 
eingebracht, der eine Restriktion (106) in seinem Querschnitt mit einem 
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Durchmesser (104) airiweist, der Kleiner als der Draht- bzw. 
Pindurchmesser (1 12) des elektronischen Bauteils (110) ist und welche 
Restriktion eine Haltevomchtung zum Festhalten des Anschlu&drahtes 
(111) Oder -pins darstellt. 

21 . Verfaiiren zum Herstellen einer Leiterplatte (60) mit wenigstens einer 
AnschluBk)ohrung (1 1 ) zur Aufhahme eines AnschiuBdrahtes oder -pins (111) 
eines elelctronisciien Bauteils (110) mit einem vorgegebenen Draht- bzw. 
Pindurchmesser (112), gekennzeichnet dadurch, daft: 

■ die Leiterplatte (60) wird mit wenigstens einer Lage bzw. Schicht 
hergestellt; 

an der fOr die Anschiu&bohrung (11) gewOnschteh Stelle wird mit einem 
Bohnwerk^ug mit einem gewQnschten Durchmesser (12) ein Sackloch 
(46) in die Leiterplatte (60) gebohrt; 

- anschlieBend wird mit einem mit einem Bohnwerkzeug mit einem 

Durchmesser, der Kleiner ist als der Draht- bzw. Pindurchmesser (1 12), der 
Grund der SacKlochbohrung (46) mit einer zwe'rten Bohrung (27) 
durchbohrt. so da& durch die dadurch en^ehende Verengung (85) des 
Querschnitts eines Teils der Anschlu&bohrung (1 1) eine Haltevomchtung 
zum Festhalten des Anschlu&drahtes oder -pins (111) gebildet wird. 

22. Verfahren zum Herstellen einer Leiterplatte (60) mit wenigstens einer 
Anschlu&bohrung (11) zur Aufnahme eines AnschiuBdrahtes oder -pins (111) 
eines elektronischen Bauteils (110) mit einem vorgegebenen Draht- bzw. 
Pindurchmesser (112). geKennzeichnet dadurch. daB: 

. die Leiterplatte (60)wird mit wenigstens einer Lage bzw. Schicht 
hei^estelK; 

. an der fOr die AnschluBbohrung (1 1 ) gewOnschten Stelle wird von einer 
ersten Oberfiache der Leiterplatte (60) her mit einem Bohnwerkzeug mit 
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einem gewQnschten Durchmesserein erstes Sackloch (17) in die 
Leiterplatte gebohrt, 

- von einer zweiten Oberflache der Leiterplatte (60) her wird ein zweites 
Sackloch (36) in die Leiterplatte (60) gebohrt, das zu dem ersten Sackloch 
(17) geringfOgig verschoben angeordnet ist und das das erste Sacklodi 
(17) trifft, so daa durch den Versatz der beiden Sacklocher 17, 36) 
zuelnandereine Restriktion (75) gebiklet, die eine Haltevorrichtung zum 
Festhalten des Anschlufkirahtes oder -pins (111) darsteltt. 

23. Verfahren zum Heratellen einer Leiterplatte (60) mit wenigstens einer 
AnschluBbohmng (11) zur Aufnahme eines AnschiuBdrahtes oder -pins (1 1 1) 
eines elektronischen Bauteils (110) mit einem vorgegebenen Draht- bzw. 
Pindurchmesser (112), gekennzeichnet dadurch, daB: 

- die Leiterplatte (60) wird mit wenigstens einer Lage bzw. Schicht 
hergestellt; 

. an der fQr die AnschluSbohrung (1 1) gewQnschten Stelle wird von einer 
ersten Oberflache der Leiterplatte (60) her mit einem Bohnwertaeug mit 
einem gewQnschten Durchmesser (12) ein erstes Sackloch (37) in die 
Leiterplatte (60) gebohrt; 

- von einer zweiten Oberflache der Leiterplatte (60) her wird ein zweites 
Sackloch (56) in die Le'iterplatte (60) gebohrt. das zu dem ersten Sackloch 
(37) im wesentiichen achsparaiiel angeordnet ist und das das erste 
Sackloch (37) trifft aber nicht durchdringt, so daB in einem Teilbereich der 
AnschluBbohrung (11), wo die beiden Saddacher (37, 56) 
aufeinandertreffen eine Restriktion (95) gebildet wird, die eine 
Haltevorrichtung zum Festhalten des AnschiuBdrahtes oder -pins (1119 
darstellt. 

24. Venwendung einer Leiterplatte (10; 20; 30; 40; 50; 60) nach einem der 
AnsprOche 1 bis 14 mit wenigstens einem, mittels der Haltevorrichtung (15; 
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25; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 95; 106) In der Anschlu&bohrung (11) gehaltenen 
elektronlschen Bauteil (110) fOrein LOten des Bauteils (110) in einem Refiow- 
Ldtofen. 

25. VenAfendung einer Leiterplatte (1 0; 20; 30; 40; 50; 60) nach Anspruch 
24 fQr ein Ldtverfiahren, bei dem das Bauteil (110) unter der Leiterplatte (10; 
20; 30; 40; 50; 60) hSngend im Reflow-L6tofen gelOtet wird. 

26. Verwendung einer i-eiterplatte (1 0; 20; 30; 40; 50; 60) nach einem der 
AnsprQche 1 bis 14 mit wenlgstens einem, mittels der Haitevonichtung (15; 
25; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 95; 106) In der Anschlu&bohrung (11) gehaltenen 
elektronlschen Bauteil (110) fQr ein Ldten des Bauteils (110) In einem Wellen- 
Ldtvorrlchtung. 

27. VenMendung einer Leiterplatte (1 0; 20; 30; 40; 50; 60), die nach einem 
Verfahren nach einem der AnsprQche 15 bis 23 hergestellt und die mit 
wenlgstens einem, mittels der Haitevonichtung (15; 25; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 
95; 106) in der Anschlu&bohrung (1 1) gehaltenen elektronischen Bauteil (1 10) 
bestOckt wurde, fQr ein LOten des Bauteils (110) in einem Reflow-Ldtofen. 

28. Venwendung einer Leiterplatte (1 0; 20; 30; 40; 50; 60) nach Anspruch 
27 fQr ein Ldtverfiahren, bei dem das Bauteil (1 10) unter der Leiterplatte (10; 
20; 30; 40; 50; 60) hangend im RefloM^LOtofen geiatet wird. 

29. Venwendung einer Leiterplatte (10; 20; 30; 40; 50; 60), die nach einem 
Verfahren nach einem der AnsprQche 15 bis 23 hergestellt und die mit 
wenlgstens einem, mittels der Haitevonichtung (15; 25; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 
95; 106) In der AnschluBbohrung (11) gehattenen elektronischen Bauteil (110) 
bestOckt wurde. fQr ein Ldten des Bauteils in einem Wellen-Ldtvomchtung. 
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